	类型
	双面/多层（4-12层）、喷锡板、镀金板、沉金板、喷锡金手指板、沉锡板、
有机阻焊锡板、沉银板
	检测仪器

	选用材料
	FR-4 CEM-3 CEM-1
	

	加工板厚度
	0.4mm - 3.0mm
	

	基材铜箔厚度
	18µ、 35µ、 70µ
	

	最小孔径
	0.3mm
	

	最小线宽
	0.10mm
	

	最小线距
	0.10mm
	

	阻焊油
	感光绿油、感光黄油、感光红油、感光黑油及感光蓝油、热固油
	

	外型加工方式
	模冲、CNC、手锣、V-cut、倒角
	

	公差
	线宽±20% 孔径±3mil   外型加工：±0.13mm (特殊工艺另定)
	

	镀层厚度
	镀金板：   Ni层厚度：2.5 - 5µm   Au层厚度：0.03 - 0.1µm 
沉金板：   Ni层厚度：5 -8µm      Au层厚度：0.05 - 0.12µm
金手指板： Ni层厚度：2.5 - 5µm   Au层厚度：0.08 - 0.12µm
	铜箔测厚仪
螺旋测微仪(千分尺)

	翘曲度
	≤0.8%
	

	验货标准
	按IPC-600F-2级标准验货（客户另制定除外）
	


